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1 Acceptabilitatea Ansamblurilor Electronice

Generalitati

in acest capitol vor fi prezentate urmatoarele subiecte:

1.1 DOMENIU ..uviiiererieirrisre s s s sna s s nnnns 1-2 1.8.2 *Lipiturd RECE ouvveeiiieiiiec 1-6
1.8.3 Diametru ....ccoviiiii 1-6
1.2 R To o o T 1-3 184 Distanta de Izolare EleCtfCA. ................ 1-6
1.3 CIasifiCarea ........coccomeereesseeseesseesnees 1-3 185 Fragmente de Obiecte Straine............... 1-6
1.8.6  Tensiuneinaltd ............cccoeeeevvivnneenns 1-6
1.4 Unitati de Masura si Aplicatii  ............... 1-3 1.8.7 Aligj INtruziv ......coooooiiii 1-6
1.441 Verificarea Dimensiunilor ..................... 1-3 1.8.8 Mecanism de Blocare .......oeeeieineiiiii, 1-6
. . 1.8.9 Menisc (Componentd) .............ccceevenee. 1-6
1.5  Definitia Cerintelor .......ccoveurieuseessenseens 1-3 1.810  *Land Nefunctional..............coocovevee..... 16
1.51 Criterii de Acceptare .......c.cocveviieienannnn. 1-4 . L
" - 1.8.11 Pin-in-Pasta ... 1-6
1.5.1.1  Conditia Obiectiv. ..........ccoevviiiiinennnne. 1-4 . ..
o . 1.8.12 Bilede Aligj ...cccevvnvnieiiiiiieeeen 1-6
1.5.1.2 Conditia Acceptabil ..............covvveenens 1-4 . .
o 1.8.13 Reducerea StresulUi.........c..covenvenennns 1-6
1.5.1.3 Conditia Defect ..........cooeiiiiiiiiiinnnns 1-4 .
. o 1.8.14  Fir Infasurat cu Suprapunere ............... 1-6
1.5.1.3.1 Dispozitiunea Defectelor ..................... 1-4 1815 Fir infisurat f5ra Suprapunere 1-6
1.5.1.4 Conditia Indicator de Proces ............... 1-4 e ’ Prapunere...............
1.5.1.5 Conditii Combinate ........................... 1-4 1.9 Cerinte pentru Subcontracte ............... 1-6
1.5.1.6  Conditii Nespecificate ........................ 1-4
1.5.1.7  Proiecte Speciale ............c..cccceiuinnnn. 1-5 1.10  Competenta Personalului ..................... 1-7
1_6 Metodologiile de Control al Procesului . 1_5 1.11 Cerint,e de Acceptare ........................... 1'7
1.7  Ordinea de Prioritate ............ccceerrerunen 1-5 112 Metodologia de Inspectie ..................... 1-7
1.7.1 Clauza cu Legaturi Relationale —............ 1-5 1.121 lluminarea .......cccoevvviiiiiiiiiiiiien 1-7
172 ANEXE erviieiieiieieiee et 1-5 1.12.2 Mariri Optice Ajutatoare ..................... 1-7
1.8 Termeni si Definitii .....ccccovvviiiaannnss 1-5
1.8.1 Orientarea PI&CHI .......ocovvveieniiiiiiiane, 1-5
1.8.1.1  *Fata Principald ..........cooooiiiiiiinens 1-5
1.8.1.2 *Fatd Secundard.............ccoeeieeienennannns 1-5
1.8.1.3 Fata Sursa a Aligjului ...........c.cceenennanes 1-5
1.8.1.4 Fata Destinatie a Aligjului ..................... 1-5
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1 Acceptabilitatea Ansamblurilor Electronice

Generalitati (cont.)

1.1 Domeniu Acest standard este o colectie de reprezentari vizuale de cerinte de calitate acceptabila pentru ansamblurile
electronice. Acest standard nu furnizeaza cerinte pentru evaluarea micro sectiunilor.

Acest document prezinta cerintele de acceptare pentru fabricarea de ansambluri electrice si electronice. in trecut, standardele
electronicii de asamblare contineau mai mult colectii vaste de elemente ajutatoare de instruire care se adresau principiilor si
tehnicilor de asamblare. Pentru o intelegere mai buna si completa a cerintelor si recomandarilor acestui document, se poate
folosi acest standard impreuna cu IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 si IPC J-STD-001.

Criteriile din acest standard nu sunt in mod deliberat prezentate pentru a defini actiuni de realizare a proceselor de asamblare
si nici nu sunt elaborate pentru autorizarea de reparatii/modificari sau schimbari ale unui produs al clientului. De exemplu,
existenta criteriilor adezivului de fixare a componentelor nu presupune/autorizeaza/cere utilizarea adezivului de fixare si
prezentarea infasurarii unui fir in sensul acelor de ceasornic pe un terminal nu presupune/autorizeaza/cere ca toate terminalele/
firele sa fie infasurate in aceeasi directie.

Utilizatorii acestui standard ar trebui sa fie bine informati despre cerintele aplicabile ale acestui document si cum sa fie ele
aplicate, vezi 1.3.

IPC-A-610 are criterii in afara domeniului descris in IPC J-STD-001, definind cerinte de manipulare, mecanice si de alte lucrari
manuale. Tabelul 1-1 prezinta concis documentele asociate.

IPC-AJ-820 este un document ajutator care furnizeaza informatii cu privire la scopul continutului acestei specificatii explicand
sau subliniind deciziile tehnice care stau la baza tranzitiilor limitelor de la conditia Obiectiv pana la Defect. in plus, sunt furnizate
informatii ajutatoare pentru o da o intelegere mai ampla a proceselor cu implicatii asupra performantei dar care nu sunt
evidente in mod obisnuit prin metode de evaluare vizuala.

Tabel-1-1 Rezumat al Documentelor Asociate

Scopul
Documentului

Standarde de |IPC-2220-FAM | Cerinte de proiectare reflectand cele trei nivele de complexitate (Nivelele A, B si C) indicand finetea
Proiectare IPC-7351 geometrilor, densitati mai mari, mai multi pasi de proces pentru a realiza produsul.

IPC-CM-C770 Linii Directoare pentru Componente si Procese de Asamblare ca ajutor in proiectarea circuitelor
imprimate si la asamblare acolo unde procesele de fabricatie a circuitelor imprimate sunt
concentrate pe realizarea landurilor de montaj pe suprafata si asamblarea se focalizeaza pe
principii ale montajului pe suprafata si in gauri, acestea fiind in mod normal cuprinse in proiectarea
procesului si a documentatiei.

Cerinte PCB IPC-6010-FAM | Documentatii de acceptabilitate si cu cerinte pentru placi rigide, rigid-flexibile, flexibile si alte tipuri

Specificatia Descriere

IPC-A-600 de substrat.
Documentatie |IPC-D-325 Documentatia care arata cerintele finale ale placilor cu circuite imprimate neechipate proiectate de
Produs Final client sau rezultate din cerintele produsului final. Detaliile pot sa aiba sau nu legatura cu specificatii

industriale, standarde de lucrari manuale sau tot asa de bine cu preferintele proprii ale clientului
sau cu alte cerinte interne.

Standarde J-STD-001 Cerinte pentru lipirea ansamblurilor electrice si electronice care descriu caracteristicile minime

Produs Final de acceptare a produsului final precum si metodele pentru evaluare (metode de test), frecventa
testarilor si posibilitatile de aplicare a cerintelor de control al procesului.

Standard de IPC-A-610 Un document interpretativ ilustrat indicand diferite caracteristici corespunzatoare ale circuitelor

Acceptabilitate imprimate si/sau ansamblu in legatura cu conditiile dorite si care depasesc caracteristicile minime

acceptabile prezentate de standardul de performanta al produsului final si care reflectand anumite
conditii iesite de sub control (indicator de proces sau defect) ajuta evaluatorii proceselor din
ateliere in luarea deciziei necesare pentru actiuni corective.

Programe Cerinte documentate de instruire pentru predarea si invatarea procedurilor de proces si tehnicilor
de Instruire pentru implementarea cerintelor de acceptare fie a celor din standardul produsului final, standarde
(Optional) de acceptare sau cele din cerintele detaliate in documentatia clientului.

Reprocesare si | IPC-7711/7721 | Documentatie care ilustreaza proceduri de realizare corespunzatoare a indepartarii si reamplasarii
Reparatii de acoperiri de protectiei si componente, reparatii de solder mask, modificari/reparatii de material
de baza, trasee conductoare si gauri metalizate.
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